
MCP23008/MCP23S08
シリアルインターフェースの 8ビット I/Oエクスパンダ
特徴

• 8ビットのリモート双方向 I/Oポート
- I/Oピンのデフォルトは入力

• 高速 I2C™ インターフェース (MCP23008)
- 100 kHz
- 400 kHz
- 1.7 MHz

• 高速 SPI™ インターフェース (MCP23S08)
- 10 MHz

• ハードウェアアドレスピン
- ３ピンで最大８デバイスの MCP23008がバ
スに接続可能

- ２ピンで最大４デバイスのMCP23S08が同
じチップ選択を使用可能

• 設定可能な割込み出力ピン
- アクティブでHighかLowかオープンドレイン
かを選択できる

• 設定変更可能な割込み要因
- 設定デフォルト値と異なるかピン状態の変化
を状変割込みとして選択可能

• 入力ポートデータの極性を極性反転レジスタで変
更可能

• 外部リセット入力
• 低スタンバイ電流 : 1 µA (max.)
• 動作電圧 :

- 1.8V ～ 5.5V @ -40°C ～ +85°C (I-温度品 )
- 2.7V ～ 5.5V @ -40°C ～ +85°C (I-温度品 )
- 4.5V ～ 5.5V @ -40°C ～ +125°C (E-温度品 )

パッケージ

18ピン PDIP (300 mil)

18ピン SOIC (300 mil)

20ピン SSOP
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MCP23008/MCP23S08

ブロック図
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MCP23008/MCP23S08
1.0 デバイス概要
　MCP23X08デバイスは、８ビットの汎用用途のパラ
レル I/Oエクスパンダで、 I2C バスか SPIで使用できま
す。２つのデバイスでは、ハードウェアアドレスピン
数とシリアルインターフェースが異なっています。 :

• MCP23008 – I2C インターフェース ; アドレスは
３ピン

• MCP23S08 – SPIインターフェース ; アドレスは
２ピン

　MCP23X08 は入出力や極性選択のため、複数の 8
ビット設定レジスタで構成されています。システムマ
スタは、  I/O設定ビットに書き込むことで、どの I/Oピ
ンも入力にも出力にもできます。各入出力のデータは、
対応する入力レジスタか出力レジスタに保持されてい
ます。入力ポートレジスタの極性は、極性反転レジス
タによって反転させることができます。すべてのレジ
スタがシステムマスタから読み出せます。

割込み出力は、下記の２つの条件でアクティブとなり
ます。（互いに排他）:

1. いずれかの入力状態が対応する入力ポートレジ
スタの状態と変わったとき。これはシステムマ
スタに入力状態が変わったことを通知するため
に使います。

2. 入力状態が設定レジスタ (DEFVALレジスタ )の
値と異なっているとき。

　割込みキャプチャレジスタは、割込みが発生したと
きのポートの値を取り込みます。これで割込み時の条
件を保存することができます。

　電源オンリセット (POR)により、レジスタはデフォ
ルト値にセットされ、デバイスのステートマシンは初
期化されます。

　ハードウェアアドレスピンはデバイスアドレスを決
めるために使います。

1.1 ピン説明

表 1-1: ピン説明一覧表
ピン
名称

PDIP/
SOIC SSOP ピン

種類 機　能

SCL/SCK 1 1 I シリアルクロック入力

SDA/SI 2 2 I/O シリアルデータ I/O (MCP23008)/シリアルデータ入力 (MCP23S08).
A2/SO 3 3 I/O ハードウェアアドレス入力 (MCP23008)/シリアルデータ出力 (MCP23S08). 

A2 は外部でバイアスすること
A1 4 4 I ハードウェアアドレス入力。外部でバイアスすること。

A0 5 5 I ハードウェアアドレス入力。外部でバイアスすること。

RESET 6 6 I 外部リセット入力

NC/CS 7 7 I 接続なし (MCP23008)/外部チップ選択入力 (MCP23S08).
INT 8 8 O 割込み出力。アクティブ時 High、Low、オープンドレインが選択可能 
VSS 9 9 P グランド

GP0 10 12 I/O 双方向 I/Oピン。
状変割込みまたは弱プルアップ可能、両方も可能

GP1 11 13 I/O 双方向 I/Oピン。
状変割込みまたは弱プルアップ可能、両方も可能

GP2 12 14 I/O 双方向 I/Oピン。
状変割込みまたは弱プルアップ可能、両方も可能

GP3 13 15 I/O 双方向 I/Oピン。
状変割込みまたは弱プルアップ可能、両方も可能

GP4 14 16 I/O 双方向 I/Oピン。
状変割込みまたは弱プルアップ可能、両方も可能

GP5 15 17 I/O 双方向 I/Oピン。
状変割込みまたは弱プルアップ可能、両方も可能

GP6 16 18 I/O 双方向 I/Oピン。
状変割込みまたは弱プルアップ可能、両方も可能

GP7 17 19 I/O 双方向 I/Oピン。
状変割込みまたは弱プルアップ可能、両方も可能

VDD 18 20 P 電源

N/C 10, 11
© 2006 Microchip Technology Inc. DS21919B_JP-page 3



MCP23008/MCP23S08
1.2 電源オンリセット (POR)
　オンチップの POR回路により、VDD が POR回路が
動作終了する電圧よりも十分高くなるまでデバイスを
リセット状態に保持します。（つまり、ここでデバイス
をリセットから開放します）VDDの立上がり時間の最
大値は第 2.0 項 “電気的仕様”に規定されています。

　デバイスが POR 状態から抜け出たとき（リセット
が開放されたら）、デバイスのパラメータ ( つまり電
圧、温度、シリアルバス周波数など）が正常動作する
ように設定されていなければなりません。

1.3 シリアルインターフェース
　このブロックは、I2C (MCP23008) または SPI
(MCP23S08) インターフェースプロトコルの機能を実
行します。MCP23X08 はシリアルインターフェースブ
ロックを介してアドレスされる11個のレジスタを持っ
ています。(表 1-2):

表 1-2: レジスタアドレス

1.3.1 シーケンシャル動作ビット
　シーケンシャル動作 ビット (SEQOP) (IOCON レジ
スタ ) は、アドレスポインタを制御します。 アドレス
ポインタは各データをアクセスする度に自動的に増加
させるか（これがデフォルト）、増加を禁止するかどち
らでもできます。

　シーケンシャルモード (IOCON.SEQOP = 0)動作の
ときは、各バイトがクロック転送されるとアドレスポ
インタは自動的に増加し、次のアドレスとなります。

　バイトモード (IOCON.SEQOP = 1) のときは、
MCP23X08 ではデータ転送による各バイトごとのア
ドレスポインタの増加は行いません。これにより追加
クロックで（追加の制御バイトなしで）、連続的に同じ
レジスタを繰り返し読むことができることになりま
す。これは GPIOレジスタのデータ変化をポーリング
するとき便利に使えます。

1.3.2  I2C™ インターフェース

1.3.2.1 I2C Write動作
　I2C Write 動作は、図 1-1 の下部に示したような制
御バイトとレジスタアドレスシーケンスを含んでいま
す。 このシーケンスに続いて８ビットのマスタからの
データと MCP23008からの Acknowledge (ACK) が続
きます。 動作はマスタ側から生成される STOP か
RESTART conditionで終わります。 

　MCP23008へのデータはバイト転送ごとに書き込ま
れます。STOP か RESTART conditionがデータ転送中
に発生した時には、データはMCP23008には書き込ま
れません。

　MCP23008では、バイト書き込み、シーケンシャル
書き込みともサポートされています。MCP23008 で
データの転送中は、ACKごとにアドレスカウンタが増
加します。

1.3.2.2 I2C Read動作
　I2C Read 動作には、図 1-1 の下部に示したような
制御バイトシーケンスを含みます。 このシーケンスに
は、別の制御バイト (START condition や ACKを含む
)と論理１のR/Wビット (R/W = 1)が続きます。 これで
MCP23008はアドレス指定されたレジスタの内容を送
信します。このシーケンスはマスタからの STOP また
は RESTART conditionで終了します。 

1.3.2.3 I2C シーケンシャルWrite/Read
　シーケンシャル動作 (Write または Read) のために
は、マスタが、データ転送後に STOP か RESTART
conditionを転送する代わりに、アドレスポインタでア
ドレス指定された次のバイトを送るためのクロックを
生成する必要があります。 ( このシーケンシャル動作
制御の詳細は第 1.3.1 項 “シーケンシャル動作ビッ
ト” を参照して下さい )

シーケンスの終了には、マスタから STOP または
RESTART conditionを送ります。

　MCP23008 のアドレスポインタは、最後のレジスタ
のアドレスになった後は、アドレスゼロにロールオー
バーします。図 1-1 を参照

1.3.3 SPI™ インターフェース

1.3.3.1 SPI Write 動作
　SPI Write動作は  CSを Low にすることで始まりま
す。次に、Write コマンド ( スレーブアドレスと 0 の
R/Wビット)がデバイスにクロック入力されます。この
コマンドに続いてレジスタアドレスと少なくとも１バ
イトのデータが送られます。 

1.3.3.2 SPI Read動作
　SPI Read動作も  CSを Low にすることで始まりま
す。次に SPI read コマンド (スレーブアドレスと 1の
R/Wビット)がデバイスにクロック入力されます。 この
コマンドに続いて、レジスタアドレスと少なくとも１
バイトのデータがデバイスからクロック出力されま
す。 

アドレス アクセス先 :
00h IODIR
01h IPOL
02h GPINTEN
03h DEFVAL
04h INTCON
05h IOCON
06h GPPU
07h INTF
08h INTCAP (読み出しのみ )
09h GPIO
0Ah OLAT
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MCP23008/MCP23S08
図 1-1: MCP23008 I2C™ デバイスプロトコル

1.3.3.3 SPI シーケンシャル Write/Read
　シーケンシャル動作のためには、マスタが CS を立
ち上げてデバイスを非選択にする代わりに、アドレス
ポインタで指定された次のバイトを送るためのクロッ
クを出力します。

シーケンスは CSを立ち上げることで終了します。

　MCP23S08 のアドレスポインタは 最後のレジスタ
のアドレスになった後は、アドレスゼロにロールオー
バーします。

1.4 ハードウェアアドレスデコーダ
　ハードウェアアドレスピンはデバイスアドレスを決
めるために使います。デバイスをアドレス指定するた
めには、制御バイト内の対応するアドレスビットをピ
ンの状態と合わせなければなりません。

• MCP23008 には A2、 A1、A0のアドレスピンがあ
ります

• MCP23S08 には A1、A0のアドレスピンがあり
ます。

このピンは外部でLowかHighに接続する必要がありま
す。
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MCP23008/MCP23S08

1.4.1  I2Cデバイスのアドレス指定 

(MCP23008)
　MCP23008 はスレーブ I2C デバイスで、read/write
ビットを加えて構成された制御バイト内の７ビットス
レーブアドレスをサポートしています。 スレーブアド
レスは、４ビットの固定ビットと３ビットのハード
ウェアアドレスピン (A2, A1,A0ピン )によるユーザー
指定ビットを含んでいます。 図 1-2 に制御バイトの形
式を示します。

1.4.2 SPIデバイスのアドレス指定 
(MCP23S08)

　MCP23S08はスレーブの SPIデバイスです。スレー
ブアドレスは、５ビットの固定ビットと２ビットの
ハードウェアピン (A1,A0 ピン ) によるユーザー指定
ビットを含んでいます。これに read/write ビットを加
えて制御バイトが構成されます。図 1-3 に制御バイト
の形式を示します。

図 1-2: I2C™ 制御バイトの形式

図 1-3: SPI™ 制御バイト形式

図 1-4: I2C™ アドレス指定レジスタ

図 1-5: SPI アドレス指定レジスタ
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MCP23008/MCP23S08
1.5 GPIO ポート
　GPIOモジュールには、データポート (GPIO)、内部
プルアップ抵抗、出力ラッチ (OLAT)を含みます。

　GPIOレジスタを読むとポートの値を読み込みます。
OLAT レジスタを読むと OLAT を読むだけで実際の
ポートの値は読み込んでいません。 

　GPIO レジスタに書き込むと実際には OLAT に書き
込みます。 OLAT レジスタに書き込むと連動する出力
ドライバを OLATのレベルにドライブします。入力に
設定されたピンは、連動する出力ドライバをオフとし、
ハイインピーダンスとします。 

1.6 設定と制御レジスタ
　設定と制御ブロックには表 1-3に示すレジスタ群を
含みます。

表 1-3: 設定と制御用レジスタ
ﾚｼﾞｽﾀ
名称

ｱﾄﾞﾚｽ 
(hex) bit 7 bit 6 bit 5 bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 bit 0 POR/RST 

value

IODIR 00 IO7 IO6 IO5 IO4 IO3 IO2 IO1 IO0 1111 1111

IPOL 01 IP7 IP6 IP5 IP4 IP3 IP2 IP1 IP0 0000 0000

GPINTEN 02 GPINT7 GPINT6 GPINT5 GPINT4 GPINT3 GPINT2 GPINT1 GPINT0 0000 0000

DEFVAL 03 DEF7 DEF6 DEF5 DEF4 DEF3 DEF2 DEF1 DEF0 0000 0000

INTCON 04 IOC7 IOC6 IOC5 IOC4 IOC3 IOC2 IOC1 IOC0 0000 0000

IOCON 05 — — SREAD DISSLW HAEN * ODR INTPOL — --00 000-

GPPU 06 PU7 PU6 PU5 PU4 PU3 PU2 PU1 PU0 0000 0000

INTF 07 INT7 INT6 INT5 INT4 INT3 INT2 INT1 INTO 0000 0000

INTCAP 08 ICP7 ICP6 ICP5 ICP4 ICP3 ICP2 ICP1 ICP0 0000 0000

GPIO 09 GP7 GP6 GP5 GP4 GP3 GP2 GP1 GP0 0000 0000

OLAT 0A OL7 OL6 OL5 OL4 OL3 OL2 OL1 OL0 0000 0000

* MCP23008では使わない
© 2006 Microchip Technology Inc. DS21919B_JP-page 7



MCP23008/MCP23S08

1.6.1 I/O方向レジスタ (IODIR) 
　データ I/Oの方向を制御するレジスタです。

このビットが１の時は対応するピンが入力となりま
す。0の時は対応するピンが出力となります。

レジスタ 1-1: IODIR – I/O 方向レジスタ (ADDR 0x00)
R/W-1 R/W-1 R/W-1 R/W-1 R/W-1 R/W-1 R/W-1 R/W-1

IO7 IO6 IO5 IO4 IO3 IO2 IO1 IO0
bit 7 bit 0

bit 7-0 IO7:IO0: これらのビットはデータ I/O <7:0>の方向を制御する。
1 = ピンは入力となる
0 = ピンは出力となる

凡例 :
R = 読み込み可 W = 書き込み可 U = 未実装 ,読むと ‘0’
- n = POR後の値 ‘1’ = セット ‘0’ = クリア x = 不定
DS21919B_JP-page 8 © 2006 Microchip Technology Inc.



MCP23008/MCP23S08

1.6.2 入力極性レジスタ (IPOL)
　IPOL レジスタはユーザーが対応する GPIO ポート
のビットの極性を設定できるようにします。 

１にセットすると、対応する GPIOレジスタのビット
はピンと反転した値となります。

レジスタ 1-2: IPOL – 入力極性ポートレジスタ (ADDR 0x01)
R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0

IP7 IP6 IP5 IP4 IP3 IP2 IP1 IP0
bit 7 bit 0

bit 7-0 IP7:IP0: これらのビットは入力ピン <7:0>の極性を反転制御します。
1 = GPIO レジスタビットは入力ピンの論理状態と反対になります。
0 = GPIOレジスタビットは入力ピンの論理状態と同じになります。

凡例 :
R = 読み込み可 W = 書き込み可 U = 未実装 ,読むと ‘0’
- n = POR後の値 ‘1’ = セット ‘0’ = クリア x = 不定
© 2006 Microchip Technology Inc. DS21919B_JP-page 9



MCP23008/MCP23S08

1.6.3 状態変化割込み制御レジスタ

(GPINTEN) 
　GPINTEN レジスタは、各ピンの状態変化割込みの
有無を制御します。 

　１にセットすると、対応するピンは状態変化割込み
ありとなります。いずれかのピンを状態変化割込みと
する場合には DEFVAL と INTCON レジスタも設定し
なければなりません。 

レジスタ 1-3: GPINTEN – 状態変化割込みピン (ADDR 0x02)
R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0

GPINT7 GPINT6 GPINT5 GPINT4 GPINT3 GPINT2 GPINT1 GPINT0
bit 7 bit 0

bit 7-0 GPINT7:GPINT0: 汎用 I/Oの状態変化割込み制御ビット <7:0>.
1 = GPIO入力ピンを状態変化割込みイベントありとする。
0 = GPIO入力ピンを状態変化割込みイベントなしとする。

INTCON と DEFVALも参照のこと

凡例 :
R = 読み込み可 W = 書き込み可 U = 未実装 ,読むと ‘0’
- n = POR後の値 ‘1’ = セット ‘0’ = クリア x = 不定
DS21919B_JP-page 10 © 2006 Microchip Technology Inc.
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1.6.4 状態変化割込み用デフォルト比較レ

ジスタ (DEFVAL) 
　デフォルト比較値は、DEFVALレジスタに設定しま
す。もし DEFVAL レジスタとの比較が (GPINTEN と
INTCONによって )許可されていれば、対応するピンの
値が異なる値になったら割込みを発生します。

レジスタ 1-4: DEFVAL – デフォルト値レジスタ (ADDR 0x03)
R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0
DEF7 DEF6 DEF5 DEF4 DEF3 DEF2 DEF1 DEF0

bit 7 bit 0

bit 7-0 DEF7:DEF0:  これらのビットが比較値の設定値となり状変割込み用のデフォルト値 <7:0>と
なる。INTCONを参照。
もし対応するピンのレベルがレジスタビットと反対のレベルになったら割込みを発生する。

INTCON と GPINTENも参照のこと

凡例 :
R = 読み込み可 W = 書き込み可 U = 未実装 ,読むと ‘0’
- n = POR後の値 ‘1’ = セット ‘0’ = クリア x = 不定
© 2006 Microchip Technology Inc. DS21919B_JP-page 11
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1.6.5 割込み制御レジスタ (INTCON) 
　INTCONレジスタは状態変化割込み機能に対し、対
応するピンをどのように比較するかを制御します。も
しこのレジスタビットがセットされると、対応する I/O
ピンは DEFVAL レジスタの対応する値と比較されま
す。もしビットがクリアされれば、対応する I/O ピン
は前回の値との比較となります。

レジスタ 1-5: INTCON – 状態変化割込み制御レジスタ (ADDR 0x04)
R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0
IOC7 IOC6 IOC5 IOC4 IOC3 IOC2 IOC1 IOC0

bit 7 bit 0

bit 7-0 IOC7:IOC0: これらのビットは対応するﾋﾞｯﾄの状態変化割込み<7:0>をどれと比較するかを制
御します。
1 = ピンの値は DEFVALレジスタの対応するビットと比較されます。
0 = ピンの値はそのピンの前回の値と比較されます。

 DEFVAと GPINTENも参照のこと

凡例 :
R = 読み込み可 W = 書き込み可 U = 未実装 ,読むと ‘0’
- n = POR後の値 ‘1’ = セット ‘0’ = クリア x = 不定
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1.6.6 設定レジスタ (IOCON)  
　IOCON レジスタはいくつかのデバイス設定用ビッ
トを持っています :

• シーケンシャル動作 ビット (SEQOP)は、アドレ
スポインタの増分機能を制御します。もしこの
ビットが禁止されていれば、シリアル転送中のバ
イト転送毎のアドレスポインタの自動増分はしま
せん。この特徴はあるレジスタを繰り返しポーリ
ング（読み込み）したり変更（書き込み）したり
するとき便利に使えます。 

• スルーレートビット (DISSLW)は SDAピンのス
ルーレートを制御します。もし許可されれば
SDAのスルーレートは立ち下がり時に制御され

ます。
• ハードウェアアドレス許可ビット (HAEN)は、

MCP23S08のハードウェアアドレスピン (A2, A1)
の許可 /禁止を制御します。 このビットは
MCP23008では使いません。MCP23008ではアド
レスピンは常時許可となっています。 

• オープンドレイン制御ビット (ODR)は、INTピン
のオープンドレイン構成を制御します。

• 割込み極性ビット (INTPOL)は INTピンの極性を
制御します。このビットは ODRビットがクリア
のときだけ機能し、INTピンを High、Low いずれ
かでアクティブとします。

レジスタ 1-6: IOCON – I/O エクスパンダ設定レジスタ (ADDR 0x05)  
U-0 U-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 U-0

— — SEQOP DISSLW HAEN ODR INTPOL —
bit 7 bit 0

bit 7-6 未実装 : 読むと ‘0’.
bit 5 SEQOP: シーケンシャル動作モードビット

1 = シーケンシャル動作禁止、アドレスポインタ増分動作せず
0 = シーケンシャル動作許可、アドレスポインタ増分する

bit 4 DISSLW: SDA出力スルーレート制御ビット
1 = スルーレート禁止
0 = スルーレート許可

bit 3 HAEN: ハードウェアアドレスピン許可ビット (MCP23S08 のみ ).
MCP23008ではアドレスピンは常時許可
1 = MCP23S08のアドレスピンを許可
0 = MCP23S08のアドレスピンを禁止

bit 2 ODR: INTピンをオープンドレインに構成する
1 = オープンドレイン出力 (INTPOLビットを上書きする )
0 = アクティブドライブ出力 (INTPOLビットで極性設定 )

bit 1 INTPOL: INT出力ピンの極性を設定する
1 = アクティブ時 High
0 = アクティブ時 Low

bit 0 未実装 : 読むと ‘0’.

凡例 :
R = 読み込み可 W = 書き込み可 U = 未実装 ,読むと ‘0’
- n = POR後の値 ‘1’ = セット ‘0’ = クリア x = 不定
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1.6.7 プルアップレジスタ設定レジスタ

(GPPU) 
　GPPUレジスタはポートピンのプルアップレジスタ
を制御します。このビットがセットされ、かつ対応す
るピンが入力に設定されれば、対応するポートのピン
は 100 kΩの抵抗で内部プルアップされます。 

レジスタ 1-7: GPPU – GPIO プルアップレジスタ設定レジスタ (ADDR 0x06)
R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0
PU7 PU6 PU5 PU4 PU3 PU2 PU1 PU0

bit 7 bit 0

bit 7-0 PU7:PU0:  このビットは各ピン（入力の場合）の弱プルアップを制御する <7:0>.
1 = プルアップ許可
0 = プルアップ禁止

凡例 :
R = 読み込み可 W = 書き込み可 U = 未実装 ,読むと ‘0’
- n = POR後の値 ‘1’ = セット ‘0’ = クリア x = 不定
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1.6.8 割込みフラグレジスタ (INTF) 
　INTFレジスタは、 GPINTENレジスタで割込みを許
可された各ピンの割込み状態を示します。このビット
がセットされていれば、対応するピンの割込みが起き
たということです。

　このレジスタは読み込みのみです。このレジスタへ
の書き込みは無視されます。

レジスタ 1-8: INTF – 割込みフラグレジスタ (ADDR 0x07)

Note: INTF は割込み状態を常時反映していま
す。例えば、あるピンが割込みを発生し、
INTCAPと INTFにキャプチャされたとし
ます。もし割込みをクリアする前に、他
のピンが変化し通常の割込みを発生した
とすると、これも INTF に反映されます
が、 INTCAPには反映されません。.

R-0 R-0 R-0 R-0 R-0 R-0 R-0 R-0
INT7 INT6 INT5 INT4 INT3 INT2 INT1 INT0

bit 7 bit 0

bit 7-0 INT7:INT0: これらのビットは各ポートの割込み状態を示す。割込みが許可 (GPINTEN) され
ているものだけ反映される。  <7:0>.
1 = ピンが割込み発生
0 = 割込み待ちではない

凡例 :
R = 読み込み可 W = 書き込み可 U = 未実装 ,読むと ‘0’
- n = POR後の値 ‘1’ = セット ‘0’ = クリア x = 不定
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1.6.9 割込みキャプチャレジスタ (INTCAP)
　INTCAPレジスタは、割込み発生時の GPIOポート
の値をキャプチャします。レジスタは読み込み専用で、
割込みが発生したときだけ更新されます。レジスタ内
容は、INTCAP か GPIOが読み出されることによって
割込みがクリアされるまで残ります。 

レジスタ 1-9: INTCAP – ポートレジスタの割込み時キャプチャ値
(ADDR 0x08)

R-x R-x R-x R-x R-x R-x R-x R-x
ICP7 ICP6 ICP5 ICP4 ICP3 ICP2 ICP1 ICP0

bit 7 bit 0

bit 7-0 ICP7:ICP0: これらのビットはピン状変割込み時のポートピンの論理レベルを示します。 
<7:0>.
1 = 論理 High
0 = 論理 Low

凡例 :
R = 読み込み可 W = 書き込み可 U = 未実装 ,読むと ‘0’
- n = POR後の値 ‘1’ = セット ‘0’ = クリア x = 不定
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1.6.10 ポートレジスタ (GPIO)
　GPIO レジスタはポートの値を示します。このレジ
スタを読むことでポートを読めます。このレジスタに
書くことで出力ラッチレジスタ (OLAT) を書きかえま
す。 

レジスタ 1-10: GPIO – 汎用用途 I/O ポートレジスタ (ADDR 0x09)
R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0
GP7 GP6 GP5 GP4 GP3 GP2 GP1 GP0

bit 7 bit 0

bit 7-0 GP7:GP0: これらのビットは各ピンの論理レベルを示します。 <7:0>.
1 = 論理 High(1)
0 = 論理 Low(0)

凡例 :
R = 読み込み可 W = 書き込み可 U = 未実装 ,読むと ‘0’
- n = POR後の値 ‘1’ = セット ‘0’ = クリア x = 不定
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1.6.11 出力ラッチレジスタ (OLAT)
　OLAT レジスタは、出力ラッチへのアクセスを提供
します。このレジスタを読むと OLAT を読んでいて、
ポート自身は読んでいません。このレジスタへの書き
込みは、出力ラッチを書きかえ、出力に設定されたピ
ンを変更します。

レジスタ 1-11: OLAT – 出力ラッチレジスタ 0 (ADDR 0x0A)
R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0
OL7 OL6 OL5 OL4 OL3 OL2 OL1 OL0

bit 7 bit 0

bit 7-0 OL7:OL0: これらのビットは出力ラッチの論理レベルを示します。 <7:0>.
1 = 論理 High
0 = 論理 Low

凡例 :
R = 読み込み可 W = 書き込み可 U = 未実装 ,読むと ‘0’
- n = POR後の値 ‘1’ = セット ‘0’ = クリア x = 不定
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1.7 割込みロジック
　割込み出力ピンは、内部割込み発生でアクティブに
なります。割込みブロックは下記レジスタ群で構成さ
れています。:

• GPINTEN – 個々の入力を許可する
• DEFVAL – 関連するポートの値に対し比較する値
を保持する

• INTCON – 入力値を DEFVALと比較するか、それ
とも前回のポート値と比較するかを制御する

• IOCON (ODR と INPOL) – INTピンをプッシュプ
ルにするかオープンドレインにするかとアクティ
ブレベルを設定する

　入力として設定されたピンだけが割込みを発生でき
ます。出力に設定されたピンは INTには影響を与えま
せん。

　ポートの割込み発生により、ポート値は INTCAPに
キャプチャされコピーされます。割込みは INTCAPか
GPIOが読み込まれるまで残ったままとなります。これ
らのレジスタへの書き込みは、割込みには影響を与え
ません。

　最初の割込みイベントによりポート内容が INTCAP
にコピーされます。続く同じポートの割込み条件では、
INTCAP か GPIOが読み込まれて割込みがクリアされ
ない限り、割込みは発生しません。

1.7.1 割込み条件
　割込みが発生する条件には２つの条件があります。
(INTCONで設定 ):

1. ピン状態変化割込みとして設定されたピンは、
ピンの状態が変わったとき割込みを発生しま
す。デフォルト状態は、割込み発生後リセット
されます。例えば、入力が１から０に変化して
割込みが発生したとします。このあとの新たな
初期状態は論理０となります。

2. レジスタ値と異なったときの状態変化割込みと
して設定されたピンは、対応する入力ピンがレ
ジスタのビットと異なる値になったとき割込み
を発生します。割込みは、INTCAP や GPIOの
読み込みにかかわらず、条件がある続く限り継
続します。

　割込み動作のさらなる情報には 図 1-6 と 図 1-7 を
参照して下さい。

図 1-6: ピン状態変化割込み

図 1-7: レジスタデフォルト変化割込み

GPx

INT ｱｸﾃｨﾌﾞ ｱｸﾃｨﾌﾞ

ポート値は
INTCAPに
取り込まれる 

GPIUか
INTCAP

ポート値は
INTCAPに
取り込まれるの読み込み

INT

ポート値は
INTCAPに
取り込まれる

GPIUか INTCAP
の読み込み

DEFVAL

X X X X X 1 X X

GP2

7 6 5 4 3 2 1 0GP:

ｱｸﾃｨﾌﾞｱｸﾃｨﾌﾞ

(INT は割込み条件が無くなった
ときにのみクリアされる）
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NOTES:
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2.0 電気的仕様

絶対最大定格 †
動作時周囲温度 ..................................................................................................................................... .-40°C ～ +125°C

保存温度................................................................................................................................................  -65°C ～ +150°C

VSSに対する VDD電圧 ............................................................................................................................ -0.3V ～ +5.5V

VSSに対する他の全ピンの電圧 (VDDを除く ) ...............................................................................-0.6V ～ (VDD + 0.6V)

全電力損失 (注 ) ..................................................................................................................................................700 mW

VSSピンの最大電流..............................................................................................................................................150 mA

VDDピンへの最大電流 ..........................................................................................................................................125 mA

入力クランプ電流 , IIK (VI < 0 または VI > VDD) .............................................................................................................. ±20 mA

出力クランプ電流 , IOK (VO < 0 または VO > VDD) .......................................................................................................... ±20 mA

全ピンの１ピン当たり最大シンク出力電流............................................................................................................25 mA

全ピンの１ピン当たり最大ソース出力電流............................................................................................................25 mA

注 : 消費電力は下記で計算 : 
PDIS = VDD x {IDD - ∑ IOH} + ∑ {(VDD-VOH) x IOH} + ∑(VOL x IOL)

   

† 注意 : 上記の「最大定格」を超えるストレスを加えると、デバイスに恒久的な損傷を与えることがあります。この規定はストレ
ス定格のみを規定するものであり、この仕様の動作条件に記載する規定値以上でのデバイス動作を定めたものではありません。長
時間デバイスを最大定格状態にすると、デバイスの信頼性に影響を与えることがあります。
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2.1 DC 特性

DC 特性
動作条件 (特に指定しない限り ):
1.8V ≤ VDD ≤ 5.5V で -40°C ≤ TA ≤ +85°C (I-温度品 )
4.5V ≤ VDD ≤ 5.5V で -40°C ≤ TA ≤ +125°C (E-温度品 ) (注 1)

ﾊﾟﾗﾒｰﾀ 
No. 特性 記号 Min Typ Max 単位 条　件

D001 電源電圧 VDD 1.8 — 5.5 V

D002 VDD の電源オンリセッ
ト開始確定電圧

VPOR — VSS — V

D003 VDDの電源オンリセッ
ト確定立上がり時間

SVDD 0.05 — — V/ms 設計ガイド用のみ
未テスト

D004 電源電流 IDD — — 1 mA SCL/SCK = 1 MHz

D005 スタンバイ電流 IDDS — — 1 µA

— — 2 µA 4.5V - 5.5V @ +125°C (注 1)
Low 入力電圧

D030 A0, A1 (TTLバッファ ) VIL VSS — 0.15 VDD V

D031 CS, GPIO, SCL/SCK, 
SDA, A2, RESET
(シュミットトリガ )

VSS — 0.2 VDD V

High 入力電圧

D040 A0, A1
(TTLバッファ )

VIH 0.25 VDD + 0.8 — VDD V

D041 CS, GPIO, SCL/SCK, 
SDA, A2, RESET
(シュミットトリガ )

0.8 VDD — VDD V 全 VDD範囲で

入力漏れ電流

D060 I/Oポートピン IIL — — ±1 µA VSS ≤ VPIN ≤ VDD

出力漏れ電流

D065 I/Oポートピン ILO — — ±1 µA VSS ≤ VPIN ≤ VDD

D070 GPIO弱プルアップ電
流 

 IPU 40 75 115 µA VDD = 5V, GP Pins = VSS
–40°C ≤ TA ≤ +85°C

Low 出力電圧

D080 GPIO VOL — — 0.6 V IOL = 8.5 mA, VDD = 4.5V 

INT — — 0.6 V IOL = 1.6 mA, VDD = 4.5V

SO, SDA — — 0.6 V IOL = 3.0 mA, VDD = 1.8V

SDA — — 0.8 V IOL = 3.0 mA, VDD = 4.5V

High 出力電圧

D090 GPIO, INT, SO VOH VDD – 0.7 — — V IOH = -3.0 mA, VDD = 4.5V

VDD – 0.7 — — IOH = -400 µA, VDD = 1.8V 

出力ピンの容量負荷仕様

D101 GPIO, SO, INT CIO — — 50 pF

D102 SDA CB — — 400 pF

注 1: このパラメータは特性値で 100% のテストはしていません。
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図 2-1: デバイスタイミング仕様の負荷条件

図 2-2: リセットとデバイスリセットタイマのタイミング

135 pF

1 kΩ 

VDD

SCL と
SDAピン
MCP23008

50 pF

Pin

VDD

RESET

内部
リセット

34

出力ピン

3230
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表 2-1: デバイスリセット仕様

図 2-3: I2C バス START/STOP ビットタイミング

図 2-4: I2C バスデータタイミング

AC特性
動作条件 (特に指定しない限り ):
1.8V ≤ VDD ≤ 5.5V で -40°C ≤ TA ≤ +85°C (I-温度品 )
4.5V ≤ VDD ≤ 5.5V で -40°C ≤ TA ≤ +125°C (E-温度品 ) (注 1)

ﾊﾟﾗﾒｰﾀ
Ｎo. 特性 記号 Min Typ(1) Max 単位 条　件

30 RESETパルス幅 (Low) TRSTL 1 — — µs

32 リセット High からデバイ
スアクティブまで

THLD — TBD µs VDD = 5.0V

34 RESET Lowから出力ハイ
インピーダンスまで

TIOZ — — 1 µs

注 1: このパラメータは特性値で 100% のテストはしていない。

91 93SCL

SDA

START
Condition

STOP
Condition

90 92

90
91 92

100
101

103

106
107

109 109 110

102

SCL

SDA
In

SDA
Out
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表 2-2: I2C バスデータ要求仕様 ( スレーブモード )

I2C™ AC特性

動作モード (特に指定しない限り ):
1.8V ≤ VDD ≤ 5.5V で -40°C ≤ TA ≤ +85°C (I-温度品 )
4.5V ≤ VDD ≤ 5.5V で -40°C ≤ TA ≤ +125°C (E-温度品 ) (注 1)
RPU (SCL, SDA) = 1 kΩ, CL (SCL, SDA) = 135 pF

ﾊﾟﾗﾒｰﾀ 
No.

特性 記号 Min Typ Max 単位 条　件

100 Clock High 時間 : THIGH

100 kHz モード 4.0 — — µs 1.8V – 5.5V (I-温度品 )
400 kHz モード 0.6 — — µs 2.7V – 5.5V (I-温度品 )
1.7 MHz モード 0.12 — — µs 4.5V – 5.5V (E-温度品 )

101 Clock Low 時間 : TLOW

100 kHz モード 4.7 — — µs 1.8V – 5.5V (I-温度品 )
400 kHz モード 1.3 — — µs 2.7V – 5.5V (I-温度品 )
1.7 MHz モード 0.32 — — µs 4.5V – 5.5V (E-温度品 )

102 SDA and SCL 立上がり時間 : TR
(注 1)100 kHz モード — — 1000 ns 1.8V – 5.5V (I-温度品 )

400 kHz モード 20 + 0.1 CB(2) — 300 ns 2.7V – 5.5V (I-温度品 )
1.7 MHz モード 20 — 160 ns 4.5V – 5.5V (E-温度品 )

103 SDA and SCL立下がり時間 : TF
(注 1)100 kHz モード — — 300 ns 1.8V – 5.5V (I-温度品 )

400 kHz モード 20 + 0.1 CB(2) — 300 ns 2.7V – 5.5V (I-温度品 )
1.7 MHz モード 20 — 80 ns 4.5V – 5.5V (E-温度品 )

90 START Condition セットアッ
プ時間 :

TSU:STA

100 kHz モード 4.7 — — µs 1.8V – 5.5V (I-温度品 )
400 kHz モード 0.6 — — µs 2.7V – 5.5V (I-温度品 )
1.7 MHz モード 0.16 — — µs 4.5V – 5.5V (E-温度品 )

91 START Condition保持時間 : THD:STA

100 kHz モード 4.0 — — µs 1.8V – 5.5V (I-温度品 )
400 kHzモード 0.6 — — µs 2.7V – 5.5V (I-温度品 )
1.7 MHz モード 0.16 — — µs 4.5V – 5.5V (E-温度品 )

106 Data Input 保持時間 : THD:DAT

100 kHz モード 0 — 3.45 µs 1.8V – 5.5V (I-温度品 )
400 kHz モード 0 — 0.9 µs 2.7V – 5.5V (I-温度品 )
1.7 MHz モード 0 — 0.15 µs 4.5V – 5.5V (E-温度品 )

107 Data Input セットアップ時間 : TSU:DAT

100 kHz モード 250 — — ns 1.8V – 5.5V (I-温度品 )
400 kHz モード 100 — — ns 2.7V – 5.5V (I-温度品 )
1.7 MHz モード 0.01 — — µs 4.5V – 5.5V (E-温度品 )

92 STOP Condition ｾｯﾄｱｯﾌﾟ時間 : TSU:STO

100 kHz モード 4.0 — — µs 1.8V – 5.5V (I-温度品 )
400 kHz モード 0.6 — — µs 2.7V – 5.5V (I-温度品 )
1.7 MHz モード 0.16 — — µs 4.5V – 5.5V (E-温度品 )

注 1: これは特性値であって 100% のテストはしていない。
2: CB は 10 ～ 400 pFと規定されている
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図 2-5: SPI 入力タイミング

109 Clockから出力遷移まで : TAA

100 kHz モード — — 3.45 µs 1.8V – 5.5V (I-温度品 )
400 kHz モード — — 0.9 µs 2.7V – 5.5V (I-温度品 )
1.7 MHz モード — — 0.18 µs 4.5V – 5.5V (E-温度品 )

110 バスフリー時間 : TBUF

100 kHz モード 4.7 — — µs 1.8V – 5.5V (I-温度品 )
400 kHz モード 1.3 — — µs 2.7V – 5.5V (I-温度品 )
1.7 MHz モード N/A — N/A µs 4.5V – 5.5V (E-温度品 )

バス容量負荷 : CB

100 kHz と 400 kHz — —  400 pF (注 1)
1.7 MHz — — 100 pF (注 1)
入力フィルタスパイク抑制 : 
(SDA と SCL)

TSP

100 kHz と 400 kHz — — 50 ns
1.7 MHz — — 10 ns スパイク抑制オフ

表 2-2: I2C バスデータ要求仕様 ( スレーブモード ) ( つづき )

I2C™ AC特性

動作モード (特に指定しない限り ):
1.8V ≤ VDD ≤ 5.5V で -40°C ≤ TA ≤ +85°C (I-温度品 )
4.5V ≤ VDD ≤ 5.5V で -40°C ≤ TA ≤ +125°C (E-温度品 ) (注 1)
RPU (SCL, SDA) = 1 kΩ, CL (SCL, SDA) = 135 pF

ﾊﾟﾗﾒｰﾀ 
No.

特性 記号 Min Typ Max 単位 条　件

注 1: これは特性値であって 100% のテストはしていない。
2: CB は 10 ～ 400 pFと規定されている

CS

SCK

SI

SO

1

54

7
6

3

10
2

LSb inMSb in

ハイインピーダンス

11

Mode 1,1

Mode 0,0
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図 2-6: SPI 出力タイミング

CS

SCK

SO

8

13

MSb out LSb out

2

14

無関係
SI

Mode 1,1

Mode 0,0

9

12

表 2-3: SPI インターフェース AC 特性

SPI™ インターフェース AC特性
動作条件 (特に指定しない限り ): 
1.8V ≤ VDD ≤ 5.5V で -40°C ≤ TA ≤ +85°C (I-温度品 )
4.5V ≤ VDD ≤ 5.5V で -40°C ≤ TA ≤ +125°C (E-温度品 ) (注 1)

ﾊﾟﾗﾒｰﾀ
No. 特性 記号 Min Typ Max 単位 条　件

Clock周波数 FCLK — — 5 MHz 1.8V – 5.5V (I-温度品 )

— — 10 MHz 2.7V – 5.5V (I-温度品 )

— — 10 MHz 4.5V – 5.5V (E-温度品 )

1 CS セットアップ時間 TCSS 50 — — ns

2 CS保持時間 TCSH 100 — — ns 1.8V – 5.5V (I-温度品 )

50 — — ns 2.7V – 5.5V (I-温度品 )

50 — — ns 4.5V – 5.5V (E-温度品 )

3 CS 禁止時間 TCSD 100 — — ns 1.8V – 5.5V (I-温度品 )

50 — — ns 2.7V – 5.5V (I-温度品 )

50 — — ns 4.5V – 5.5V (E-温度品 )

4 データセットアップ時間 TSU 20 — — ns 1.8V – 5.5V (I-温度品 )

10 — — ns 2.7V – 5.5V (I-温度品 )

10 — — ns 4.5V – 5.5V (E-温度品 )

5 データ保持時間 THD 20 — — ns 1.8V – 5.5V (I-温度品 )

10 — — ns 2.7V – 5.5V (I-温度品 )

10 — — ns 4.5V – 5.5V (E-温度品 )

6 CLK立上がり時間 TR — — 2 µs 注 1
7 CLK 立下がり時間 TF — — 2 µs 注 1
8 Clock High 時間 THI 90 — — ns 1.8V – 5.5V (I-温度品 )

45 — — ns 2.7V – 5.5V (I-温度品 )

45 — — ns 4.5V – 5.5V (E-温度品 )

注 1: これは特性値であって 100% のテストはしていない。
2: アドレスが 0x0A から 0x00にロールオーバーする時は、TV = 90 ns (max) 
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図 2-7: GPIO と INT のタイミング

9 Clock Low 時間 TLO 90 — — ns 1.8V – 5.5V (I-温度品 )

45 — — ns 2.7V – 5.5V (I-温度品 )

45 — — ns 4.5V – 5.5V (E-温度品 )

10 Clock遅れ時間 TCLD 50 — — ns

11 Clock 許可時間 TCLE 50 — — ns

12 Clock Lowから出力遷移まで TV — — 90 ns 1.8V – 5.5V (I-温度品 )

— — 45 ns 2.7V – 5.5V (I-温度品 )

— — 45 ns 4.5V – 5.5V (E-温度品 )

13 出力保持時間 THO 0 — — ns

14 出力禁止時間 TDIS — — 100 ns

表 2-3: SPI インターフェース AC 特性 ( つづき )

SPI™ インターフェース AC特性
動作条件 (特に指定しない限り ): 
1.8V ≤ VDD ≤ 5.5V で -40°C ≤ TA ≤ +85°C (I-温度品 )
4.5V ≤ VDD ≤ 5.5V で -40°C ≤ TA ≤ +125°C (E-温度品 ) (注 1)

ﾊﾟﾗﾒｰﾀ
No. 特性 記号 Min Typ Max 単位 条　件

注 1: これは特性値であって 100% のテストはしていない。
2: アドレスが 0x0A から 0x00にロールオーバーする時は、TV = 90 ns (max) 

50

SCL/SCK

SDA/SI
入力

GPn

ピン

D0D1

write や readコマンドの
ﾃﾞｰﾀﾊﾞｲﾄ 0 の LSBは

INT
ピン

INTピンアクティブ

51

出力

GPn

ピン
入力

非ｱｸﾃｨﾌﾞ

53

52

レジスタに
書き込み

ﾊﾟﾗﾒｰﾀによる 
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表 2-4: GP と INT ピン

AC 特性
動作条件 (特に指定しない限り ): 
1.8V ≤ VDD ≤ 5.5V で -40°C ≤ TA ≤ +85°C (I-温度品 )
4.5V ≤ VDD ≤ 5.5V で -40°C ≤ TA ≤ +125°C (E-温度品 ) (注 1)

ﾊﾟﾗﾒｰﾀ
No. 特性 記号 Min Typ Max 単位 条　件

50 ｼﾘｱﾙﾃﾞｰﾀから出力遷移まで TGPOV — — 500 ns

51 割込み禁止時間 TINTD — — 450 ns

52 GP 入力変化からﾚｼﾞｽﾀ変
化

TGPIV — — 450 ns

53 IOCイベントから 
INT ｱｸﾃｨﾌﾞまで

TGPINT — — 500 ns

GPピンのｸﾞﾘｯﾁﾌｨﾙﾀ TGLITCH — — 150 ns

注 1: これは特性値であって 100% のテストはしていない。
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NOTES:
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MCP23008/MCP23S08
3.0 パッケージﾞ情報

3.1 パッケージマーキング情報

18リード PDIP (300 mil)

18リード SOIC (300 mil)

20リード SSOP

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

YYWWNNN

XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX

YYWWNNN

例 :

例 :

例 :

MCP23008

0434256

MCP23008-E/P^^

0434256

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

YYWWNNN

MCP23S08

XXXXXXXXXXXX

0434256

E/SO^^

ESS^^

凡例 : XX...X カスタマ仕様情報
Y 年コード (カレンダ年の下位１桁目 )
YY 年コード (カレンダ年の下位２桁目 )
WW 週コード (1 月 1 日を週 ‘01’とする )
NNN 英数字のトレース用コード
  錫メッキ (Sn)に関する鉛フリー JEDEC区別コード 
* 本パッケージは鉛フリーです。鉛フリー JEDEC区別　 (     )

はパッケージの外観から見えるようにしています。

注 : マイクロチップのパーツ番号全体が１行で入らないときは、次の行にはみ出
ます。このためカスタマ仕様情報用の文字数が制限されます。

3e

3e

3e

3e

3e
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18-Lead Plastic Dual In-Line (P) – 300 mil (PDIP) 

1510515105βモールド抜け角下部
1510515105αモールド抜け角上部

10.929.407.87.430.370.310eB全幅スペース §
0.560.460.36.022.018.014B下部リード幅
1.781.461.14.070.058.045B1上部リード幅
0.380.290.20.015.012.008cリード厚
3.433.303.18.135.130.125Lチップと取付け面

22.9922.8022.61.905.898.890D全長
6.606.356.10.260.250.240E1モールドパッケージ幅
8.267.947.62.325.313.300E肩から肩の幅

0.38.015A1スタンドオフ
3.683.302.92.145.130.115A2モールドパッケージ厚
4.323.943.56.170.155.140A実装高さ

2.54.100pピッチ
1818nピン数

MAXNOMMINMAXNOMMIN寸法限界
ミリメータインチ *単位

1

2

D

n

E1

c

eB

β

E

α

p

A2

L

B1

B

A

A1

* 制御パラメータ

注 :
Dと E1の寸法はモールドのはみ出しや突出部を含みません。 モールドのはみ出しや突出部は側面から  
.010” (0.254mm) 以上はありません。
JEDEC Equivalent:  MS-001
Drawing No. C04-007

§ 有意特性
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18-Lead Plastic Small Outline (SO) – Wide, 300 mil (SOIC)

足の角度 φ 0 4 8 0 4 8

1512015120βモールド抜け角下部
1512015120αモールド抜け角上部

0.510.420.36.020.017.014Bリード幅
0.300.270.23.012.011.009cリード厚

1.270.840.41.050.033.016L足長
0.740.500.25.029.020.010h面取り長

11.7311.5311.33.462.454.446D全長
7.597.497.39.299.295.291E1モールドパッケージ幅

10.6710.3410.01.420.407.394E全幅
0.300.200.10.012.008.004A1スタンドオフ §
2.392.312.24.094.091.088A2モールドパッケージ厚
2.642.502.36.104.099.093A全高

1.27.050pピッチ
1818nピン数

MAXNOMMINMAXNOMMIN寸法限界
ミリメータインチ *単位

Lβ

c

φ

h

45°

1

2

D

p

nB

E1

E

α

A2

A1

A

*  制御用パラメータ

注 :
Dと E1の寸法はモールドのはみ出しや突出部を含みません。 モールドのはみ出しや突出部は側面から 
.010” (0.254mm) 以上はありません。
JEDEC Equivalent:  MS-013
Drawing No. C04-051

§  有意特性
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20-Lead Plastic Shrink Small Outline (SS) –  209 mil Body, 5.30 mm (SSOP)

足の角度 φ 0 4 8 0 4 8
0.380.22.015.009Bリード幅

0.250.09.010.004cリード厚
0.950.750.55.037.030.022L足長

  7.50  7.20  6.90.289.283.272D全長
5.605.305.00.220.209.197E1モールドパッケージ幅

  8.20  7.80 7.40.323.307.291E全幅
0.05.002A1スタンドオフ

1.851.751.65.073.069.065A2モールドパッケージ厚
2.00.079A全高

0.65.026pピッチ
2020nピン数

MAXNOMMINMAXNOMMIN寸法限界
ミリメータ *インチ単位

*  制御用パラメータ
注 :
Dと E1の寸法はモールドのはみ出しや突出部を含みません。 モールドのはみ出しや突出部は側面から 
.010” (0.254mm) 以上はありません。
JEDEC Equivalent:  MO-150
Drawing No. C04-072
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付録 A: 改版履歴

レビジョン B (2005 年 2 月 )
下記を修正改版 :

1. 第 1.6 項 “設定と制御レジスタ”　表 1-3 に
ハードウェアアドレス許可ビット (HAEN)を追
加。

2. 第 1.6.6 項 “設定レジスタ (IOCON)”　レジス
タ 1-6 にハードウェアアドレス許可ビット
(HAEN)を追加。

レビジョン A (2004 年 12 月 )
初版リリース
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NOTES:
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MCP23008/MCP23S08
製品識別システム
注文や資料請求、または価格や納期などの照会は工場もしくは後述のセールスオフィスへお問い合わせください .。

   

デバイス MCP23008: I2C™ ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ 8 ﾋﾞｯﾄ I/O ｴｸﾊﾟﾝﾀﾞ
MCP23008T: I2C™ ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ 8 ﾋﾞｯﾄ I/O ｴｸﾊﾟﾝﾀﾞ

(テープとリール )
MCP23S08: SPI™ ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ 8 ﾋﾞｯﾄ I/O ｴｸﾊﾟﾝﾀﾞ
MCP23S08T: SPI ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ 8 ﾋﾞｯﾄ I/O ｴｸﾊﾟﾝﾀﾞ

(テープとリール )

温度範囲 E =  -40°C ～ +125°C (拡張 ) *
* デバイスはすべて “E” 温度範囲品となっているが、
第 2.0 項 “電気的仕様”に示されるような異なる電
圧と温度で使用される。 .

パッケージ P = Plastic DIP (300 mil Body), 18-Lead
SO = Plastic SOIC (300 mil Body), 18-Lead
SS = SSOP, (209 mil Body, 5.30 mm), 20-Lead

PART NO. X /XX

パッケージ温度範囲デバイス

例 :

a) MCP23008-E/P: 拡張温度 ., 
18LD PDIP ﾊﾟｯｹｰｼﾞ

b) MCP23008-E/SO: 拡張温度 ., 
18LD SOIC ﾊﾟｯｹｰｼﾞ .

c) MCP23008T-E/SO: テープとリール ,
拡張温度 .,
18LD SOIC ﾊﾟｯｹｰｼﾞ .

d) MCP23008-E/SS: 拡張温度 .,
20LD SSOP ﾊﾟｯｹｰｼﾞ .

e) MCP23008T-E/SS: テープとリール ,
拡張温度 .,
20LD SSOP ﾊﾟｯｹｰｼﾞ .

a) MCP23S08-E/P: 拡張温度 ., 
18LD PDIP ﾊﾟｯｹｰｼﾞ .

b) MCP23S08-E/SO: 拡張温度 ., 
18LD SOIC ﾊﾟｯｹｰｼﾞ .

c) MCP23S08T-E/SO: テープとリール ,
拡張温度 .,
18LD SOIC ﾊﾟｯｹｰｼﾞ .

d) MCP23S08-E/SS: 拡張温度 .,
20LD SSOP ﾊﾟｯｹｰｼﾞ .

e) MCP23S08T-E/SS: テープとリール ,
拡張温度 .,
20LD SSOP ﾊﾟｯｹｰｼﾞ 

–
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NOTES:
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マイクロチップデバイスのコード保護機能に関する以下の点に留意ください。

• マイクロチップの製品は各製品独自のマイクロチップデーターシートにある仕様を満たしています。

• 各製品ファミリーは、通常の状態で所定の方法で利用いただければ市場にある類似製品の中で最も安全なファミリーの一つと
マイクロチップは信じております。

• 不正かつ非合法な方法を使ったコード保護機能の侵害があります。弊社の理解ではこうした手法は、マイクロチップデーター
シートにある動作仕様書以外の方法でマイクロチップ製品を使用することになります。こうした手法を使用した人は、ほとん
どの場合、知的財産権の侵害となります。

• マイクロチップはコードの統合性に関心をお持ちの顧客とは協働させていただきます。

• マイクロチップまたは他のセミコンダクターメーカーがコードの安全性を保証したものではありません。コード保護は製品保
護が「破られない」ということを保証するものではありません。

コード保護は常に進化します。マイクロチップは、当社製品のコード保護機能を継続的に改善することをお約束いたします。マク
ロチップのコード保護機能を破ることは、デジタル・ミレニアム著作権法に違反します。こうした行為によるソフトウェアーや著
作権に関わる作品への不正アクセスがあった場合、同法に基づき賠償請求する権利があります。
本書の日本語版はユーザーの使用のために提供されます。
Microchip Technology Inc. とその子会社、関連会社、すべ
ての取締役、役員、職員、代理人は翻訳の間違いにより起こ
るいかなる責も負わないものとします。間違いが疑われる個
所については、Microchip Technology Inc. 発行のオリジナ
ル文書を参照いただくようお奨めします。

本書に書かれているデバイスアプリケーション等に関する内
容は、参考情報に過ぎません。ご利用のアプリケーションが
仕様を満たしているかどうかについては、お客様の責任にお
いて確認をお願いします。これらの情報の正確さ、またはこ
れの情報の使用に関し、マイクロチップテクノロジーインク
はいかなる表明と保証を行うものではなく、また、一切の責
任を負うものではありません。マイクロチップの明示的な書
面による承認なしに、生命維持装置あるいは生命安全用途に
マイクロチップの製品を使用することはすべて購入者のリス
クとし、また購入者はこれによって起きたあらゆる損害、ク
レーム、訴訟、費用に関して、マイクロチップは擁護され、
免責され、損害をうけないことに同意するものとします。知
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